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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 5-3: Attachment (land/joint) considerations —
Components with gull-wing leads on two sides
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FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization co
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC lis to
hational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic f
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Techrical Specifi
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter/referred to
cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee in
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International,”governmental a
rnmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborateg
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance “with conditions determ
ement between the two organizations.

ormal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as'nearly as possible, an inte

bsted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for intepnational use and are accepted by IEC
mittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical conten
cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

der to promote international uniformity, IEC Natienal Committees undertake to apply IEC Pub
parently to the maximum extent possible in*“their national and regional publications. Any diV
een any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind
htter.

provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible
bment declared to be in conformity with’an IEC Publication.

sers should ensure that they have the latest edition of this publication.

ability shall attach to IEC of its' directors, employees, servants or agents including individual exp|
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dal

damage of any nature‘whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fq
nses arising out of/the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any of
cations.

tion is drawn_tonthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced public
pensable forthe correct application of this publication.

tion is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
ht rights~EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

tiohal Standard IEC 61188-5-3 has been prepared by IEC technical commitf

mprising
promote
elds. To
cations,
hs “IEC
terested
hd non-
closely
ined by

national
from all

National
t of IEC
for any

ications
ergence
cated in

for any
erts and
mage or

es) and
her IEC

btions is

bject of

ce 91:

nics assembply technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/702/FDIS 91/734/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This bilingual version, published in 2009-09, corresponds to the English version.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.


https://iecnorm.com/api/?name=8dc7f5a4244da296c68335a46d36d37e

61188-5-3 © IEC:2007 -5-
IEC 61188-5-3 is to be read in conjunction with [IEC 61188-5-1.
The French version of this standard has not been voted upon.

A list of all parts of the IEC 61188 series, under the general title Printed boards and printed
board assemblies — Design and use, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

*  recprfirmed:

* withdrawn;

* repjaced by a revised edition, or
*+ amgnded.
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INTRODUCTION

This part of IEC 61188 covers land patterns for components with gull-wing leads on two sides.
Each clause contains information in accordance with the following format:

The proposed land pattern dimensions in this standard are based upon the fundamental
tolerance calculation combined with the given land protrusions and courtyard excesses (see
IEC 61188-5-1, Generic requirements). The courtyard includes all issues of the normal
manufacturing necessities.

The unaltered land pattern dimensions of this part are generally applicable for the solder
paste @pplicafion plus reflow soldering process. For applicafion of the wave soldering, grocess,
the land pattern dimensions normally have to be modified. Orientation parallel ta~thg¢ wave
directign is preferable and special, suitably dimensioned solder thieves should beadded.

This standard offers a threefold land pattern dimensioning (levels 1, 2, and<3) on the blasis of
a thregfold set of land protrusions and courtyard excesses: maximum (mdx.); median| (mdn)
and minimum (min.). Each land pattern has been assigned an identificatioh number to ipdicate
the chlaracteristics of the specific robustness of the land patterns. Users also haje the
opportlnity to organize the information so that it is most useful fop-their particular desigp.

If a user has good reason to use a concept different from that of IEC 61188-5-1 or if the user
preferd unusual land protrusions, this standard should _ be-used for checking the regsulting
solder fillet size.

It is the responsibility of the user to verify the, SMD land patterns used for achieving an
undisturbed mounting process including testing 'and an ensured reliability for the product
stress conditions in use.

Compgnent dimensions listed in this standard are those available on the market and repgarded
as for reference only.
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Part 5-3: Attachment (land/joint) considerations —
Components with gull-wing leads on two sides

1 Scope

This part of IEC 61188 provides information on land pattern geometries used for the\gurface

attachiment of electronic components with gull-wing leads on two sides. The iatent|of the
informftion presented herein is to provide the appropriate size, shape and-tolerances of
surfacg¢ mount land patterns to ensure sufficient area for the appropriate solder-fillet, and also

allow fpr inspection, testing and reworking of those solder joints.

Each flause contains a specific set of criteria such that the information presented is
consisient, providing information on the component, the component dimensions, the|solder
joint design, and the land pattern dimensions.

2 Nogrmative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies.;yFor undated references, the latest |edition
of the feferenced document (including any amendments) applies.

IEC 61|188-5-1:2002, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-
1: Attaphment (land/joint) considerations’<~'Generic requirements

3 Geéneral information

3.1 General component description

The agronyms TSOP_(thin small outline package), SOP (small outline package) and|SSOP
(shrinkl small outline package) are also used to describe the family.

3.2 Marking

The TEOP, SOP and SSOP families of parts are generally marked with the manufagturer’s
part nymbers, manufacturer’s name or symbol, and a pin 1 indicator. Some parts may have a
pin 1 feature in the case shape instead of pin T marking. Additionar markings may include
date-code manufacturing lot and/or manufacturing location.

3.3 Carrier packaging format
Carrier packaging format may be provided in a tray carrier, but tape and reel carriers are

preferred for best handling and high volume applications. Bulk packaging is not acceptable
because of lead co-planarity required for placement and soldering.

3.4 Process considerations

TSOP, SOP and SSOP packages are normally processed by reflow solder operations.

The land pattern dimensions are based on a mathematical model that establishes a platform
for a solder joint attachment to the printed board. The existing models create a platform that is
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capable of establishing a reliable solder joint no matter what solder alloy is used to make that

joint (I

ead-free, tin lead, etc.)

Process requirements for solder reflow are different based on the solder alloy and should be
analyzed in order that the process is above the liquidus temperature of the alloy, and remains

above

that temperature a sufficient time to form a reliable metallurgical bond.

4 TSOP (Type 1)

4.1

This dlause provides the component and land pattern dimensions for TSOP (T
components. Basic construction is also covered. Subclause 4.4 lists the tolerancesfand

solder

4.2

Figure

4.3

Figure

Field of application

joint dimensions used to arrive at the land pattern dimensions.

Component description

1 shows a typical construction example.

IEC 2009/07

Figure1 — TSOP (Type 1) construction

Component dimensions

2 shows the component dimensions for TSOP (Type 1) components.

pe 1)
target

Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data

does n

ot matchh JEDEC and/or JEITA data sheets.
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IEC 2010/07 ; . . -
Dimensions in millimetres
Component Pin L W T q* A B u P

identificption | count |— N - N - - :
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |~Max. | Basic

TSOP gx14 16 13,8 | 14,2 (0,17 | 0,27 | 0,40 | 0,75 | 12,3 (12,94 | 5,80 | 6,20 | 12,2 | 126 1,2p | 0,65

TSOP gx16 24 |15,8| 16,2 0,17 (0,23 |0,40| 0,75 | 14,3 |14,94| 5,80 | 6,20 (14,2146 | 1,2D | 0,5

TSOP gx18 28 17,8 | 18,2 (0,13 0,19 |1 0,40 | 0,75 | 16,3 16,94 | 5,80 | 6,20 |A642°| 16,6 | 1,2p | 0,4

TSOP gx20 36 |[19,8|20,2|0,09(0,15|0,40| 0,75 |18,3|18,94| 5,80 | 6,20 |18,2| 18,6 | 1,2p | 0,3

TSOP gx14 24 13,8 | 14,2 (0,17 0,27 | 0,40 | 0,75 | 12,3 12,94 | 7,80 |(8,20 | 12,2 | 12,6 | 1,2p | 0,65

TSOP gx16 32 |15,8|16,2|0,17 (0,23 |0,40| 0,75 | 14,3 |14,94| 7,80_J) 8,20 |14,2| 146 | 1,2D | 0,5

TSOP gx18 40 |17,8(18,2|0,13|0,19 {0,40| 0,75 | 16,3 | 16,94 7,80 | 8,20 | 16,2 | 16,6 | 1,2D | 0,4

TSOP gx20 52 19,8 20,2 |0,09|0,15|0,40 | 0,75 | 18,3 | 18,94 7,80 | 8,20 |18,2| 18,6 | 1,2p | 0,3

TSOP 1px14 28 [13,8| 14,2 0,17 | 0,27 | 0,40 | 0,75 | 12,3442,94 | 9,80 | 10,20 |12,2| 12,6 | 1,2p | 0,65

TSOP 1Ppx16 40 15,8 16,2 | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 0,75 | 14;3 | 14,94 | 9,80 | 10,20 | 14,2 | 14,6 | 1,2p | 0,5

TSOP 1Px18 48 |17,8(18,2|0,13| 0,19 [ 0,40 | 0,75 |\6,3 | 16,94 | 9,80 | 10,20 16,2 | 16,6 | 1,2D | 0,4

TSOP 1px20 64 19,8 | 20,2 | 0,09 | 0,15 | 0,40 |,0,75 | 18,3 | 18,94 | 9,80 | 10,20 (18,2 | 18,6 | 1,2p | 0,3

TSOP 1Px14 36 13,8 | 14,2 10,17 | 0,27 | 0,403 0,75 | 12,3 | 12,94 | 11,80 12,20 [ 12,2 | 12,6 | 1,2D | 0,65

TSOP 1Px16 48 15,8 16,2 |0,17 | 0,23 10,40 | 0,75 | 14,3 | 14,94 |11,80|12,20|14,2| 14,6 | 1,2p | 0,5

TSOP 1Px18 60 17,8 | 18,2 10,13 | 0,497/ 0,40 | 0,75 | 16,3 | 16,94 | 11,80 | 12,20 | 16,2 | 16,6 | 1,2D | 0,4

TSOP 1Px20 76 |19,8| 20,2 |0,09(0,15|0,40| 0,75 18,3 18,94 |11,80|12,20|18,2| 18,6 | 1,2p | 0,3

* Calculated value.

Figure 2 — TSOP (Type 1) - Component dimensions

4.4 Bolder jointfillet design

Figure|3 shows_the dimensions of the solder fillet after the soldering process. The mifimum,
median and-maximum dimensions of each of toe, heel and side fillet are determined by| taking
into cansideration solder joint reliability and also quality and productivity in the m@unting
procesk_of parts

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);
— parts mount accuracy on PWBs (P);
— land shape accuracy of PWBs (F),

in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulting from these
factors are basically as follows:

a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 1)

In the flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot
be simplified but remain the same, as follows:



https://iecnorm.com/api/?name=8dc7f5a4244da296c68335a46d36d37e

-10 - 61188-5-3 © IEC:2007

Zmax = Lmin + 2J; max + Tt T =\/F|_12+P|_12+C|_2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax—-Ty Ty = \/FL12+PL12+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Ts= \/FL12+PL12+CW2

b) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 2)

Zmax = Lmin + 2Jr mdn + T Tr= \/FL22+PL22+CL2

Gmin = Smax(rms) —2Jymdn-Ty Ty = \/FL22+PL22+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jgmdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Depign consideration when soldered with self-alignment effect (Level 8)

Zmax = Lmin + 2Jy min + Ty Tr \/FL32+P|_32+C|_2

Gmin = Smax(rms) —2Jymin-Ty Ty = \/FL32+P|_32+CSZ

Xmax = Wmin + 2 Jgmin + Tg Tg= \/FL32+PL32+CW2

In the reflow soldering process, there is a self-alignment effect. In the surface mount process
of reflpw soldering, parts mount displacement, when soldered can be cancelled by self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance| of the
land shape accuracy of PWBs is about £30,um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also|as 0).
Thus, fhe formulae can be simplified as-follows:

Tt F CL, Zmax = Lmin + 2Jrmini+ C| = Lmax + 2Jymin

Ty Cs, Gmin = Smax (rms)= 2Jymin — Cg

TsF Cw, Xmax = Wmin+ 2Jgmin + Cyy = Wmax + 2Jgmin
In addition, the value/Gmin > B is also necessary so that the land should not be hidden under

the TYOP. The stand=0ff of the component mould is nearly zero. The land pattern |[design
should|be made to‘prevent the lead from floating caused by the solder under the compgnent.

Any tqlerante™ other than the above may be used depending on the soldering sfrength
requirgd /the’ capability of the production process used, and so on.
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Dimensiéons’in miflimetres
Tolerance Solder joint
assumptions Toe Heel Side
Component
F P Jr Ju Js
L-1/L- | L-1/L- . . .
L3 | 2/L-3 C_ | Max. | Mdn | Min. | Cg | Max. | Mdn (| Min. | Cy | Max. | Mdp | Min.
0,65 0,10 | 0,190 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,64 | 0,50 | ©,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,4 | 0,0
0,50 0,10 | 0,90 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,64 | 0,20, | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 | 0,4 | 0,0
0,40 0,10 | 0,190 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,64 }0;20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 | 0,4 | 0,0
0,30 0,10 | 0,90 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,64} 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 | 0,4 | 0,0
Figure 3 — Solder joint fillet design (see IEC 61188-5-1, Tables 2 and 3)
4.5 |and pattern dimensions
Figure|4 shows the land pattern dimensions for TSOP (Type 1) for reflow and flow solfering.
These [values are calculated based on the formula for the solder joint fillet design of 4.4
The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded up (round up factor is to

the nearest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum value

i = (Amin +F2pZ+Ca2 ) + (courtyard excess x 2)

b = {whicHever larger [Lmin +F? +P? +C 2 ] or [Z]} + (courtyard excess x 2)

CY|

CY|

5).

Cy2
- c
" {____ ___________________ - -
L= E—
.
I —— —
1 N=T R e R R o —
= E——
Lo = ———
|

J/Courtyard

IEC 2012/07
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Dimensions in millimetres

Level 1
ontifior | idenstier | Z | € | X | Y | ¢ | o | P |cvcv
3000M TSOP 6x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 8,0 17,0
3001M TSOP 6x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 8,0 19,0
3002M TSOP 6x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 8,0 21,0
3004M TSOP 8x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 10,0 17,0
3005M TSOP 8x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 10,0 19,0
300pM TSOP 8x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 10,00 | 21,0
3008M TSOP 10x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 12,0 17,0
300pM TSOP 10x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 12,0 19,0
301pM TSOP 10x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 12,00 | 21,0
301RM TSOP 12x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 14,0 17,0
301BM TSOP 12x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,6 0,50 14,0 19,0
301¢4M TSOP 12x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 14,00 | 21,0

Level 2
dontier | identimer | Z | ¢ | X | Y e | o | P |ovi fovz
300pN TSOP 6x14 15,0 12,4 0,35 13 13,7 3,9 0,65 7,0 15,5
300[IN TSOP 6x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 7,0 17,5
300pPN TSOP 6x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 7,0 19,5
300KN TSOP 8x14 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 9,0 15,5
300pN TSOP 8x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 9,0 17,5
300N TSOP 8x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 9,0 19,5
300BN TSOP 10x14 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 11,0 15,5
300PN TSOP 10x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 11,0 17,5
301pN TSOP 10x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 11,0 19,5
301pN TSOP 12x44 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 13,0 15,5
301BN TSOP 12x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 13,0 17,5
301BN TSOR12x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 13,0 19,5
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Level 3
identifior | identfier | Z | S | x* | Y | ¢ | » | P |cn |cv

3000L TSOP 6x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | 13,45 | 3,90 0,65 6,5 14,7
3001L TSOP 6x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 15,45 | 3,50 0,50 6,5 16,7
3002L TSOP 6x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05 | 17,45 | 3,20 0,40 6,5 18,7
3003L TSOP 6x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,45 | 2,70 0,30 6,5 20,7
3004L TSOP 8x14 14,50 | 12,40 | 0.30 1,05 | 1345 | 3,90 0.65 8.5 14,7
300bL TSOP 8x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 15,45 | 3,50 0,50 85 16,7
300pL TSOP 8x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05 | 17,45 | 3,20 0,40 8,5 18,7
300[7L TSOP 8x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,45 | 2,70 0,30 8,5 20,7
300BL TSOP 10x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | 13,45 | 3,90 0,65 10,5 | 14,7
300PL TSOP 10x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 1545 | 3,50 0,50 10,5 | 16,7
301pL TSOP 10x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05 | 17,45 | 3,20 0,40 10,5 | 18,7
301fIL TSOP 10x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,45 ([ ,2,70 0,30 10,5 | 20,7
301pL TSOP 12x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | 1345 3,90 0,65 12,5 | 14,7
301BL TSOP 12x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 4545 | 3,50 0,50 12,5 | 16,7
301¢L TSOP 12x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05~4 17,45 | 3,20 0,40 12,5 | 18,7
301bL TSOP 12x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1505 | 19,45 | 2,70 0,30 12,5 | 20,7

* Whern the X dimension is used, it is necessary to confirmcwhether the space between adjacent land patterns is

propqr.
Figure 4 — TSOP (Type.1) — Land pattern dimensions

5 TSOP (Type 2)

5.1 Field of application

This clause provides the_cemponent and land pattern dimensions for TSOPs (Type 2)| Basic

constryiction of the TSQPydevice is also covered. Subclause 5.4 lists the tolerances and target

solder

5.2

Figure

Component-description

5 shows a typical construction example.

joint dimensions jused to arrive at the land pattern dimensions.

Figure 5 — TSOP (Type 2) construction

5.3 Component dimensions

Figure 6 shows the component dimensions for TSOP (Type 2) components.

IEC 2013/07
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Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data
does not match JEDEC and/or JEITA data sheets.

A
Y

oooooooogg

IEC 2014/07

Dimensiong in millimetres

Compdnent Pin L w T S* A B H P

identifigation | count - - N - - - N
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max.{"Min. | Max. | Min. | Max.|| Max. | Basic

TSOP 300mil 26 9,02 | 9,42 |0,35|0,45|0,45|0,75 | 7,52 4,810 16,94 |17,34 | 7,42 | 7,82]|| 1,20 | 1,27

TSOP 300mil 44 9,02 | 9,42 |0,25|0,35|0,45|0,75 | 7,52 ) 8,10 |18,21|18,61| 7,42 | 7,82|| 1,20 | 0,80

TSOP 300mil 42 9,02 | 9,42 |0,17| 0,27 | 0,45| 0,757,562 | 8,10 |14,40|14,80| 7,42 | 7,82]| 1,20 | 0,65

TSOP 350mil 26 |10,29|10,69|0,35| 0,45 | 0,45 | 0,75+ 8,79 | 9,37 | 16,94 17,34 | 8,69 | 9,09(| 1,20 | 1,27

TSOP 4p0mil 28 |11,56 11,96 | 0,35 | 0,45 | 0,450;75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36|| 1,20 | 1,27

TSOP 4p0mil 44 (11,56 11,96 0,25| 0,35 | 0,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36(| 1,20 | 0,80

TSOP 4p0mil 54 |11,56 11,96 | 0,17 | 0,27%©,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36|| 1,20 | 0,65

TSOP 4p0mil 70 |11,56 11,96 (0,17 | 0,23 | 0,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36|| 1,20 | 0,50

TSOP 5p0mil 48 |14,10|14,50|0,25+-0,35 | 0,45 0,75 | 12,6 [13,18|19,48 | 19,88 | 12,50 | 12,90[| 1,20 | 0,80

TSOP 0] 30 66 |13,30|13,7010y17 | 0,27 | 0,45 0,75 | 11,8 12,38 21,80 |22,20| 11,30 | 11,70|| 1,20 | 0,65
TSOP 0f30 86 |13,30|13,70(0,17 | 0,23 |0,45|0,75| 11,8 12,38 21,80 |22,20| 11,30 | 11,70f| 1,20 | 0,50
TSOP 0] 45 78 |16,30-\16,70 (0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,75 | 14,8 | 15,8 | 25,55 |25,95| 14,30 | 14,70[| 1,20 | 0,65
TSOP 0f60 40 |(17,80|18,20(0,35| 0,45 |0,45|0,75| 16,3 | 16,88 |25,55|25,95| 15,80 | 16,20[| 1,20 | 1,25
TSOP 0f60 62 4,80 18,20 (0,25| 0,35 |0,45| 0,75 | 16,3 | 16,88 |25,55|25,95|15,80 | 16,20[| 1,20 | 0,80
TSOP 0f60 88y+| 17,80 18,20 (0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,75 | 16,3 | 16,88 (29,30 29,70 | 15,80 | 16,20[| 1,20 | 0,65

* Calcllatedvalue.

Figure 6 — TSOP (Type 2) — Component dimensions

5.4 Solder joint fillet design

Figure 7 shows dimensions of the solder fillet after soldering process. The minimum, median,
and maximum dimensions of each of toe, heel, and side fillet are determined by taking into
consideration solder joint reliability, and also quality and productivity in the mounting process
of parts.

In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);
— parts mount accuracy on PWBs (P);
— land shape accuracy of PWBs (F);
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in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulting from
factors are basically as follows:

a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 1)

these

In the flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot

be simplified but remain the same as follows:

Zmax = Lmin + 2Jy max + Tt Tr= \/FL12+PL12+CL2

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax—-Ty Ty = \/FL12+PL12+C82

2_|_n

Xmax=Wmin+ 2J. max+ T IT. = - o
S IS) S) 'V'LI LI Vv

b) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 2)

Zmax = Lmin + 2Jr mdn + T T \/FL22+P|_22+C|_2

Gmin = Smax(rms) —2Jymdn-Ty Ty = \/FL22+PL22+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jgmdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Design consideration when soldered with self-alignment effect’(Level 3)

Zmax = Lmin + 2J; min + Ty Tr= \/FL32+PL32+CL2

Gmin = Smax(rms) —2Jymin-Ty Ty = \/FL32+P|_32+CSZ

Xmax = Wmin + 2 Jg min + Tg T = \/FL32+PL32+CW2

In the feflow soldering process, there is:a’self-alignment effect. In the surface mount p
of reflpw soldering, parts mount displacement when soldered can be cancelled b
alignment effect (therefore factor P*can be regarded as 0). In addition, the tolerance
land shape accuracy of PWBs iscabout £30 um, and this is extremely small when cor
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also
Thus, fhe formulae can be simplified as follows:

Tt F CL, Zmax = Lmin)+ 2Jrmin + C| = Lmax + 2Jymin
Ty Cg, Gmin =.Smax (rms) — 2Jymin — Cg
TsF Cw, Xmax-= Wmin + 2Jgmin + C,y = Wmax + 2Jgmin

In additionthe value Gmin > B is also necessary so that the land should not be hidden
the TYOP.~The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern

rocess
y self-
of the
npared
as 0).

under
design

should|be*made to prevent the lead from floating caused by the solder under the compo

nent.

Any tolerance other than the above may be used depending on the soldering strength

required, the capability of the production process used, and so on.
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Zmax. Jy Xmax
IEC 2011/07,
Dimensions |n millimetres
Tolerance Solder joint
assumptions Toe Heel Side
Componmnent F P J
L-1/L- | L-1/L- . . .
2/L-3 2/L-3 C. Max. | Mdn | Min. Cs Max. | Mdn | Min. | Cy | Max. || Mdn | Min.
1,27 0,10 0,10 0,4 | 0,55 0,35 | 0,15 | 0,58 | 0,50 [\0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 || 0,0 | 0,0
1,25 0,10 0,10 0,4 |0,55] 035|015 | 0,58 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 || 0,0 | 0,0
0,80 0,10 0,10 0,4 |0,55]0,35| 0,15 | 0,58/)0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 || 0,0 | 0,0
0,65 0,10 0,10 0,4 |0,55]0,35|0,15 [.0,58 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 || 0,0 | 0,0
0,50 0,10 0,10 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15%~0,58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 || 0,0 | 0,0
Figure 7 — Solder joint fillet design.(see IEC 61188-5-1, Tables 2 and 3)
5.5 |and pattern dimensions
Figure|8 shows the land pattern dimensions for TSOP (Type 2) for reflow and flow soldering.
These [values are calculated basgd on the formulae for the solder joint fillet design of 5.4.
The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded off (round off factpr is to
the nearest 0,05 mm for-minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valueg).

CY

CY

L =(Amin + JF%4+P? +Ca2 ) + (courtyard excess x 2)

L ={whichever larger [Lmin +F2+P2+C 2 ] or [Z]} + (courtyard excess x 2)
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IEC 2015/07
Dimensions in millimetres
Level 1
condfier | identifer | Z | S | X | Y | ¢ | B P |ovt| cv
301pM TSOP 300mil 11,1 7,6 0,53 1,75 9,35 15,24 1,27 19 13
301fYM TSOP 300mil 11,1 7,6 0,43 1,75 9,35 16,80 0,80 20 13
301BM TSOP 300mil 11,1 7,6 0,35 1,75 9,35 13,00 0,65 16 13
301PM TSOP 350mil 12,4 8,9 0,53 1,76 10,65 | 15,24 1,27 19 14
302pM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,53 R4 11,9 16,51 1,27 20 15
302(M TSOP 400mil 13,6 10,2 0,43 1,7 11,9 16,80 0,80 20 15
302pM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,38 1,7 11,9 16,90 0,65 20 15
302BM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,33 1,7 11,9 16,90 0,50 20 15
302¢M TSOP 500mil 16,2 12,7 0,43 1,75 14,45 | 18,40 0,80 21 18
302pM TSOP 0130 15,4 11,5 0,35 1,95 13,45 | 20,80 0,65 24 17
302pM TSOP 0130 15,4 11,5 0,33 1,95 13,45 | 20,80 0,50 24 17
302y M TSOP 0145 18,4 14,5 0,35 1,95 16,45 | 24,70 0,65 27 20
302BM TSOP 0160 19,9 16,0 0,53 1,95 17,95 | 23,75 1,25 27 21
302pM TSOP 0160 19,9 16,0 0,43 1,95 17,95 | 24,00 0,80 27 21
303pM TSOP 0160 19,9 16,0 0,35 1,95 17,95 | 27,95 0,65 31 21
Level 2
ot | Corener [ 2 [ o [ x [ v [ e o [ [en]en
301pN TSOP 300mil 10,5 7,6 0,53 1,45 9,1 15,24 1,27 18 11
301N TSOP 300mil 10,5 7,6 0,43 1,45 9,1 16,80 0,80 20 11
3018N TSOP 300mil 10,5 7,6 0,35 1,45 9,1 13,00 0,65 16 11
3019N TSOP 350mil 11,8 8,9 0,53 1,45 10,35 | 15,24 1,27 18 13
3020N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,53 1,45 11,65 | 16,51 1,27 20 14
3021N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,43 1,45 11,65 | 16,80 0,80 20 14
3022N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,35 1,45 11,65 | 16,90 0,65 20 14
3023N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,33 1,45 11,65 | 16,90 0,50 20 14
3024N TSOP 500mil 15,6 12,7 0,43 1,45 14,15 | 18,40 0,80 21 17
3025N TSOP 0130 14,8 11,5 0,35 1,65 13,15 | 20,80 0,65 23 16
3026N TSOP 0130 14,8 11,5 0,33 1,65 13,15 | 20,80 0,50 23 16
3027N TSOP 0145 17,8 14,5 0,35 1,65 16,15 | 24,70 0,65 27 19
3028N TSOP 0160 19,3 16,0 0,53 1,65 17,65 | 23,75 1,25 27 20



https://iecnorm.com/api/?name=8dc7f5a4244da296c68335a46d36d37e

-18 - 61188-5-3 © IEC:2007
3029N TSOP 0160 19,3 16,0 0,43 1,65 | 17,65 | 24,00 | 0,80 27 20
3030N TSOP 0160 19,3 16,0 0,35 1,65 | 17,65 | 27,95 | 0,65 31 20
Level 3
oniar | Cometer | 2 [ & [ x [ v [ e[ o [er [onn]er
3016L TSOP 300mil 9,85 7,65 0,45 1,10 8,75 | 1524 | 1,27 17,6 10,1
3017L TSOP 300mil 9,85 7,65 0,35 1,10 8,75 | 16,80 | 0,80 18,9 10,1
3018L TSOP 300mil 9,85 7,65 0,30 1,10 8,75 | 13,00 | 0,65 15,1 10,1
3019L TSOP 350mil 11,10 | 8,90 0,45 1,10 | 10,00 | 15,24 | 1,27 17,6 11,3
30201 ISOP 400mil 1240 | 1020 | 045 1,10 | 11,30 | 16,51 1.27 18.9 12,6
30201L TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,35 1,10 | 11,30 | 16,80 | 0,80 189 12,6
302pL TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,30 1,10 | 11,30 | 16,90 | 0,65 18,9 12,6
302BL TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,25 1,10 | 11,30 | 17,00 | 0,50 18,9 12,6
3024L TSOP 500mil 14,90 | 12,70 | 0,35 1,10 | 13,80 | 18,40 | _0,80 20,1 15,1
302bL TSOP 0130 14,10 | 11,50 | 0,30 1,30 | 12,80 | 20,80 ‘40,65 22,5 14,3
3026L TSOP 0130 14,10 | 11,50 | 0,25 1,30 | 12,80 | 24,00 | 0,50 22,5 14,3
3027L TSOP 0145 17,10 | 14,50 | 0,30 1,30 | 15,80 (724,70 | 0,65 26,2 17,3
302BL TSOP 0160 18,60 | 16,00 | 0,45 1,30 | 17,3084/ 23,75 | 1,25 26,2 18,8
3020L TSOP 0160 18,60 | 16,00 | 0,35 1,30 | 17)30 | 24,00 | 0,80 26,2 18,8
303pL TSOP 0160 18,60 | 16,00 | 0,30 1,30~ 17,30 | 27,95 | 0,65 30,0 18,8
* Wher the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacent land patterns is
prop4gr.
Figure 8 — TSOP (Type 2)~%and pattern dimensions
6 SOP
6.1 Field of application
This dlause provides the,component and land pattern dimensions for the SOPs.| Basic
constryiction of the SOP-device is also covered. Subclause 6.4 lists the tolerances and target

solder

6.2

Figure

6.3

Figure 10 shows the component dimensions for SOP components.

Component-description

9 shows a typical construction example.

joint dimensions used to arrive at the land pattern dimensions.

Figure 9 — SOPIC construction

Component dimensions

IEC 2016/07
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Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data

does not match JEDEC and/or JEITA data sheets.

Dimensions in millimetres

Component Pin L w T S* A B H P
identification count
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Basic

':'5’7OP8'4'4X5' 8 6,02 | 6,42 |0,35| 0,47 |0,45| 0,75 | 4,52 | 5,10 | 4,88 | 5,28 | 4,02 | 4,42 | 1,20 | 1,27
P-SOP14 T4 | 6,02 | 6,42 |[0,35| 0,47 [0,45 0,75 | 4,52 | 5,10 | 9,96 | 10,36 | 4,02 | 442 | 1,20 | 1,27
4,4x10-1,p7
P-SOP14
5.3x10.3- .27 14 | 8,22 | 8,62 |0,35| 0,47 |0,73| 1,03 | 6,16 | 7,16 | 9,96 | 10,36 | 502 5,42 | 1,20 | 1,27
P-SOP16|- 16 | 6,02 | 6,42 |0,35|0,47 |0,45|0,75 | 452 | 552 | 9,96 | 10,36+ 4,02 | 4,42 | 1,20 | 1,27
4,4x10-1,p7
P-SOP16
5.3x10.3.1 .27 16 | 8,22 | 8,62 |0,35| 0,47 |0,73| 1,03 | 6,16 | 7,16 | 9,96N 40,36 | 5,02 | 5,42 | 1,20 | 1,27
P-SOP20

20 |15,84 (16,24 |0,35| 0,47 | 0,73 | 1,03 | 13,78 | 14,78([712,50 | 12,90 | 12,64 | 13,p4 | 1,20 | 1,27
12,6x5,5-[1,27
?1'92’(7”248"15'4 24 [10,13]10,53|0,35| 0,47 | 0,73 | 1,03 | 8,07 | 9,07 | 15,04 | 15,44 | 6,93 | 7.3 | 1,20 | 1,27
?1‘92’(7”28'8'6“8 28 [12,03|12,43[0,35| 0,47 | 0,73 | 1,03 | 6,97 [ 10,97 | 17,58 | 17,98 | 8,83 | 9,43 | 1,20 | 1,27
P-SOP32 32 |13,94|14,34(0,35| 0,47 | 0,73 | 4,03 11,88 | 12,88 | 20,12 | 20,52 | 10,74 [ 11.)14 | 1,20 | 1,27
10.7x20.6-1,27 , , , , , ) , , , , , , , ,
P-SOP40

40 |13,94[14,34|0,35| 0,47 | 0y/3Y 1,03 | 11,88 | 12,88 | 26,47 | 26,87 | 10,74 | 11,14 | 1,20 | 1,27
10,7x26-1,27
P-S0P44 44 [15,84 (16,24 0,35 | 04710,73 | 1,03 | 13,78 [ 14,78 | 27,74 | 28,14 | 12,64 [ 13.p4 | 1,20 | 1,27
13x28,2-1,27
* Calculated value.

Figuren10 — SOP component dimensions

6.4 PBolder joint fillet design
Figure|11 shows dimensions of the solder fillet after soldering process. The minimum, median
and maximum dimensions of each of toe, heel, and side fillets are determined by takipg into
considgration.solder joint reliability and also quality and productivity in parts mount progess.
In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);

— parts mount accuracy on PWBs (P);

— land shape accuracy of PWBs (F),
in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulted from
factors are basically as follows:
a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 1)

In the flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae
be simplified but remain the same, as follows:

these

cannot
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Zmax = Lmin + 2Jr max + Tt Tt = \/FL12+P|_12+C|_2

Gmin = Smax (rms) — 2Jymax-Ty Ty = \/FL12+PL12+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+PL12+CW2

b) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 2)

Zmax = Lmin + 2J; mdn + Ty Tr= JFo?+P?+c?

2 2 2
\/FLZ +PL2" +Cs

Gmin = Smax(rms) —2Jymdn-Ty Ty

Xmax = Wmin + 2Jgmdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Design consideration when soldered with self-alignment effect (Level 3)

Zmax = Lmin + 2Jy min + Ty Tr \/FL32+P|_32+C|_2

Gmin = Smax(rms) —2Jymin-Ty Ty = \/FL32+P|_32+C32

Xmax = Wmin + 2 Jg min + Tg Tg= \/FL32+PL32+CW2

In the reflow soldering process, there is a self-alignment\effect. In the surface mount process
of reflpw soldering, parts mount displacement when ‘soldered can be cancelled by self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance| of the
land shape accuracy of PWBs is about £30um, and this is extremely small when compared
with that of the parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also|as 0).
Thus, fhe formulae can be simplified as follows:

Tt F CL, Zmax = Lmin + 2Jrmin + C \=Lmax + 2Jymin

Ty Cg, Gmin = Smax (rms) — 2diymin — Cg

TsF Cw, Xmax = Wmin + 2Jgmin + C\y = Wmax + 2Jgmin
In addition, the value Gmin > Bis also necessary so that the land should not be hidden under

the SQP. The standoff ofithe component mould is nearly zero. The land pattern design |should
be made to prevent the(lead from floating caused by the solder under the component.

Any tdlerance other than the above may be used depernding on the soldering sfrength
requirdd, the capability of the production process used, and so on.
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S Jr - Js W _
A v Sae L SaeL .’ o
Zmax. JH Xmax.
-~ - -

IEC 2011/07
Unlit: mm

Dimensions in millimetres

Tolerance Solder joint
assumptions Toe Heel Side
Component F P JT JH JS
L- L-
1/L- 1/L- CL | Max. | Mdn | Min. | CS | Max. |-Mdn | Min. | CW | Max. | Mdh | Min.
2/L-3 | 2/L-3
1,27 0,10 0,10 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,58 [~0y50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,0 0,0

Figure 11 — Solder joint fillet design-\(see IEC 61188-5-1, Table 2)

6.5 |Land pattern dimensions

Figure|12 shows the land pattern dimensions for SOP for reflow and flow soldering.|These
values|are calculated based on the farmula for the solder joint fillet design of 6.4.

The cdurtyard is calculated using the following formula and rounded off (round off factpr is to
the nearest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum valueg).

CYh =(Amin +F2 #P24Cp2 ) + (courtyard excess x 2)
CY}, ={whicheyer larger [Lmin +,/|:2 +P2+C 2 ] or [Z]} + (courtyard excess x 2)
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cY1
| P | DW Courtyard
A i |"|_"ﬁ"~ ___________ A"i '
000000000 -+
| ‘ T
g 8} i - i ol N
| | Y
OO
RN NN
IEC 2015/07
Dimensions in millimetres
Level 1
i::rt‘f‘?f’igr Component identifier z G X Y c b P | cv1|| cv2
3031\l | P-SOP8-4,4x5-1,27 81 | 425 | 054 | 20 | 625 (<381 | 127 | 7 10
30321 | P-SOP14-4,4x10-1,27 81 | 425 | 054 | 20 | 6257 762 | 1,27 | 12 10
3033\ | P-SOP14-5,3x10,3-1,27 | 10,3 | 525 | 0,54 | 2,6 J~7.85 | 7,62 | 1,27 | 12 12
3034\l | P-SOP16-4,4x10-1,27 81 | 425 | 054 | 20 | 625 | 889 [ 1,27 | 12 10
3035\1 | P-SOP16-5,3x10,3-1,27 | 10,3 | 525 | 0,54 {26 | 7.85 | 889 | 1,27 | 12 12
30361 | P-SOP20-12,6x5,5-1,27 | 17,9 | 12,85 | 0,54 2,6 | 1545 | 11,43 | 1,27 | 14 19
30371 | P-SOP24-8x15,4-1,27 122 | 715 |-054 | 26 | 9,75 [ 13,97 | 1,27 | 17 14
3038\l | P-SOP28-8,6x18-1,27 141 | 9,050 054 | 2.6 | 11,65 | 16,51 | 1,27 | 19 16
30391 | P-SOP32-10,7x20,6-1,27 | 16,0 | 905 | 0,54 | 2,6 | 13,55 | 19,05 | 1,27 | 22 18
3040\l | P-SOP40-10,7x26-1,27 16,0~} 9,05 | 0,54 | 2,6 | 13,55 | 24,13 | 1,27 | 28 18
30411 | P-SOP44-13x28,2-1,27 179 | 905 | 054 | 2.6 | 1545|2667 | 1,27 | 30 19
Level 2
i::rt‘f‘?f’igr Component identifier z G X Y c D P | cv1|| cr2
3031y | P-SOP8-4,4x5-1.27 75 | 425 | 054 | 1,65 | 59 | 381 | 1,27 | 6 8
3032 | P-SOP14-4,6x10-1,27 75 | 425 | 054 | 1,65 | 59 | 7.62 | 1,27 | 11 8
3033y | P-SOP14-5,3x10,3-1,27 97 | 525 | 054 | 225 | 7.5 | 762 | 1,27 | 11 11
3034 | P-SOR6-4,4x10-1,27 75 | 425 | 054 | 1,65 | 59 | 889 | 1,27 | 11 8
3035 | P<SOP16-5,3x10,3-1,27 97 | 525 | 054 | 225 | 7.5 | 889 | 1,27 | 11 11
3036 .| P-SOP20-12,6x5,5-1,27 | 17,3 | 12,85 | 0,54 | 2,25 | 151 [11,43 | 1,27 | 14 18
3037 P-SOPZ24-6x15,4-1,27 11,0 7,19 0,54 2,20 9,4 135,97 1,27 10 13
3038N | P-SOP28-8,6x18-1,27 13,5 | 9,05 | 0,54 | 2,25 | 11,3 [ 16,51 | 1,27 | 19 14
3039N | P-SOP32-10,7x20,6-1,27 | 15,4 | 10,95 | 0,54 | 2,25 | 13,2 | 19,05 | 1,27 | 22 16
3040N | P-SOP40-10,7x26-1,27 15,4 | 10,95 | 0,54 | 2,25 | 13,2 | 2413 | 1,27 | 28 16
3041N | P-SOP44-13x28,2-1,27 17,3 | 12,85 | 0,54 | 2,25 | 151 | 26,67 | 1,27 | 29 18
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Level 3

i::rt‘tt?f’igr Component identifier z G X Y c D P | cv1 | crv2
3031L P-SOP8-4,4x5-127 6,85 | 4,25 | 0,50 | 1,30 | 5555 | 3,81 | 1,27 5,5 7,1
3032L P-SOP14-4,4x10-1,27 6,85 | 4,25 | 0,50 | 1,30 | 555 | 7,62 | 1,27 | 10,6 7,1
3033L P-SOP14-5,3x10,3-1,27 9,05 | 525 | 0,50 | 1,90 | 7,15 | 7,62 | 1,27 | 10,6 9,3
3034L P-SOP16-4,4x10-1,27 6,85 | 4,25 | 0,50 | 1,30 | 5555 | 8,89 | 1,27 | 10,6 7.1
3035L P-SOP16-5,3x10,3-1,27 9,05 | 525 | 0,50 | 1,90 | 7,15 | 8,89 | 1,27 | 10,6 9,3
3036L P-SOP20-12,6x5,5-1,27 16,65 | 12,85 | 0,50 | 1,90 | 14,75 | 11,43 | 1,27 | 13,2 | 16,9
30374 P-SOP24-8x15,4-1,27 10,95 | 7,15 | 0,50 | 1,90 | 9,05 | 13,97 | 1,27 | 15,7]| 11,2
3038 P-SOP28-8,6x18-1,27 12,85 | 9,05 | 0,50 | 1,90 | 10,95 | 16,51 | 1,27 |-482|| 13,1
30391 P-SOP32-10,7x20,6-1,27 | 14,75 | 10,95 | 0,50 | 1,90 | 12,85 | 19,05 | 1,27."|,20,8|| 15,0
30401 P-SOP40-10,7x26-1,27 14,75 [ 10,95 | 0,50 | 1,90 | 12,85 | 24,13 | A,27 | 27,1|| 15,0
30411 P-SOP44-3x28,2-1,27 16,65 | 12,85 | 0,50 | 1,90 | 14,75 | 26,6701y 1,27 | 28,4|| 16,9

*  Wher the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between adjacent land paftterns is

proper.

Figure 12 — SOP Land pattern dimensions

7 SS§OP

71 Field of application

This clause provides the component and land pattern dimensions for the SSOPs. Basic

constriyiction of the SSOP device is also covered. Subclause 7.4 lists the tolerances and target

solder |joint dimensions used to arrive at the'land pattern dimensions.

7.2 Lomponent description

Figure|13 shows a typical construction example.

IEC 2017/07

Figure 13 — SSOP construction
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7.3 Component dimensions

Figure 14 shows the component dimensions for SSOP components.
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Land pattern dimensional data may need to be adjusted if the component dimensional data
does not match JEDEC and/or JEITA data sheets.

A
W
oy
i
i
—+ o o o
HHHHHHHHHBS
|| Y
IEC 2014/07
Dimensions in npillimetres
Compdnent Pin L w T S* A B H P
identifigation | count
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | M@x. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Majx. | Basic
P-SSOPjs- ]
haabbes | & [6:20]660 |016]028 048075 |47 528280 | 320 (420460140 | 0,65
P-SSOP|16- ]
haebbes | 16 [6.20] 660 |016]0281045|075 | 4,7 528 | 4,80 | 520 [4,20| 460|140 | 0,65
P-SSORR0- 20 16,20 6,60 [0:16]°0,28 |045|0.75 | 47 | 528 | 6,30 | 6,70 [4.20 | 4,60 | 1,45 | 0,65
4,4%6.5-D,65
P-SSOPR4- 24 |7,40| 780 {0,16 | 0,28 [0,45 (0,75 | 5,9 | 6,48 | 7,60 | 8,00 |540|5,80 | 1,45 | 0,65
5.6x7,8-D,65
P-SSOPR4- 24 |7401-7.80 |0,24 0,36 |045|0,75| 59 | 6,48 | 9,50 | 9,90 |5,40 | 580 | 1,45 | 0.80
5.6x9,7-D,8
P-SSOPB0- 30021740 7,80 |0,16| 0,28 |0,45| 0,75 | 5.9 | 6,48 | 9,50 | 9,90 |5,40 5,80 | 1.45 | 0,65
5,6x9,7-D,65
P-SSOPB4- 34 |7,90| 830 [0,16]0,28 [0,45|0,75 | 6,4 | 6,98 [ 10,80 [ 11,20 [5,90 | 6,30 | 1,95 | 0,65
6,1x11.d-0,68
P-SSOP36- 2A Z A0 720N o168 n29 O A5 [alivd~ 5 Q A 49 15 AN 16 00 5 40 [~ Ta) 1 _5 0 65
5,6X15’ _0’65 T L] 3T Y= 3 v I El yr Al El Al El 3 v y 3T i)
P-SSOP36-
B onin e o5 | 36 [980[1020016(028 045(075 83 | 888 1230 (1270(7,80|8,20 (1,75 | 0,65
P-SSOP40-
b a o es | 40 |7.90] 830 016028 045075 6,4 6,98 13,80 (14,20(590 | 6,30 | 1,95 | 0,65

*

Calculated value.

Figure 14 —- Component dimensions

7.4 Solder joint fillet design

Figure 15 shows dimensions of the solder fillet after soldering process. The minimum, median
and maximum dimensions of each of toe, heel, and side fillets are determined by taking into
consideration solder joint reliability and also quality and productivity in the mounting process

of parts.
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In designing land patterns, three accuracy factors need to be taken into consideration:

— parts dimensions accuracy (C);

— parts mount accuracy on PWBs (P);

— land shape accuracy of PWBs (F).
in addition to fillet dimensions. The formulae to obtain the tolerance resulted from these
factors are basically as follows:
a) Design consideration when soldered without self-alignment effect (Level 1)

In the flow soldering process, there is no self-alignment effect. Thus, the formulae cannot
be pimptifredbutTemmaimthesame,as foltows:

Zmax = Lmin + 2J7 max + Ty Tr= Rl +PLi+o?

Gmin = Smax (rms) - 2Jymax—-Ty Ty = \/FL12+PL12+C82

Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+PL12+CW2

b) Design consideration when soldered without self-alignment effect(Level 2)

Zmax = Lmin + 2Jr mdn + Ty Tr= \/FL22+P|_22+C|_2

Gmin = Smax(rms) —2Jymdn-Ty Ty = \/FL22+PL22+CSZ

Xmax = Wmin + 2Jgmdn + Tg Tg = \/FL22+PL22+CW2

c) Design consideration when soldered with selfzalignment effect (Level 3)

Zmax = Lmin + 2J1 min + Ty Tr= \/FL32+P|_32+C|_2

Gmin = Smax(rms) — 2Jy min> Ty Ty = \/FL32+P|_32+CSZ

Xmax = Wmin + 2 Jg min+ Tg Ts= \/FL32+P|_32+Cw2

In the reflow soldering process, there is a self-alignment effect. In the surface mount process
of reflpw soldering, (parts mount displacement when soldered can be cancelled by self-
alignment effect (therefore factor P can be regarded as 0). In addition, the tolerance| of the
land shape accutacy of PWBs is about £30um, and this is extremely small when compared
with that of the )parts dimensions accuracy (therefore factor F can be regarded also|as 0).
Thus, fhe formulae can be simplified as follows:

T Gy Zmax
TH = CS, Gmin
Tg = Cy, Xmax = Wmin + 2Jgmin + C\y, = Wmax + 2Jgmin

Lmin + 2Jtmin + C; = Lmax + 2Jymin

Smax (rms) — 2Jymin — Cg

In addition, the value Gmin > B is also necessary so that the land should not be hidden under
the SSOP. The stand-off of the component mould is nearly zero. The land pattern design
should be made to prevent the lead from floating caused by the solder under the component.

Any tolerance other than the above may be used depending on the soldering strength
required, the capability of the production process used, and so on.
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R AT R
Zmax. Xmax
IEC 2011/07
Dimensions in millimetres
Tolerance Solder joint
assumptions Toe Heel Side
Component F P Jr Ju Js
L- L-
1/L- 1/L- | C. | Max. | Mdn | min. | Cg | Max. | mdn/ ["Min. | Cyy | Max. | Mdph | Min.
2/L-3 | 2/L-3
0,80 0,10 | 0,10 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,58 | 0,50 |~0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,4 | 0,0
0,65 0,10 0,170 | 0,4 | 0,55 | 0,35 | 0,15 | 0,58 | 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 0, 0,0
Figure 15 — Solder joint fillet design(see IEC 61188-5-1, Table 2)
7.5 |Land pattern dimensions
Figure|16 shows the land pattern dimensions for SSOP for reflow and flow soldering.|These
values|are calculated based on the formula for the solder joint fillet design of 7.4.

The cdurtyard is calculated usingthe following formula and rounded off (round-off fact
the nearest 0,05 mm for minimum values and to the nearest 0,5 mm for maximum value

CY} =(Amin +F? +R2+Ca2 ) + (courtyard excess x 2)

CY}, ={whicheverlarger [Lmin +,/F2 . p2 . c 2 ] or [Z]} + (courtyard excess X 2)

Dr is to

5).
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CY2

A Err
3
IEC 2015/07
Level 1

i::rt‘f‘?f’i':r Component identifier z G X Y c D P | cv1]| cv2
3042N | P-SSOP8-4,4x3,0-0,65 83 | 44 | 035 | 195 | 635 | #95 | 065 | 5 10
3043N | P-SSOP16-4,4x5,0-065 | 83 | 44 | 035 | 1,95 | 6,35~ | 4,55 | 0,65 | 7 10
3044N | P-ssoP20-4,4x6,5-065 | 83 | 44 | 035 | 1,95 | 695 | 585 | 065 | 8 10
3045N | P-sSOP24-5,6x7,8-0,65 | 95 | 56 | 035 | 1,95 (37,55 | 7,15 | 0,65 | 10 11
3046N | P-sSOP24-5,6x9,7-0,8 95 | 56 | 035 | 495 | 7.55 | 880 | 0,80 | 11 11
3047N | P-SSOP30-5,6x9,7-0,65 | 95 | 56 | 035 [£1,95 | 7,55 | 9,10 | 0,65 | 11 11
3048\ | P-ssOP34-6,1x11,0-0,65 | 100 | 61 | 038" 1,95 | 8,05 | 10,40 | 0,65 | 13 11
3049N | P-SSOP36-5,6x15,8-0,65 | 9,5 | 56 0,35 | 1,95 | 7,55 | 11,05 | 0,65 | 18 11
3050N | P-ssoP36-8,0x12,5-0,65 | 11,9 | 80 | 035 | 1,95 | 995 | 11,05 | 0,65 | 14 13
3051N | P-SSOP40-6,1x14,0-0,65 | 10,0 [~%,1 | 0,35 | 1,95 | 8,05 | 12,35 | 0,65 | 16 11

Level 2

IE:I:ttffz: | component identifier z G X Y c D P | cv1|| cv2
3042N| | P-SSOP8-4,4x3,0-0,65 77 | 44 | 035 | 165 | 605 | 1,95 | 065 | 4 9
3043N| | P-SSOP16-4,4x5.0:0.65 77 | 44 | 035 | 165 | 6,05 | 455 | 065 | 6 9
3044N| | P-SSOP20-4,4x6,5-0,65 77 | 44 | 035 | 165 | 605 | 585 | 065 | 8 9
3045N| | P-SSOP24:5,6x7,8-0,65 89 | 56 | 035 | 165 | 7.25 | 745 | 065 | 9 10
3046N| | P-SSOP24-5,6x9,7-0,8 89 | 56 | 035 | 1,65 | 725 | 880 | 0,80 | 11 10
3047N| | P=SSOP30-5,6%9,7-0,65 89 | 56 | 035 | 165 | 7.25 | 910 | 065 | 11 10
3048N| “[P-SSOP34-6,1x11,0-065 | 84 | 61 | 035 | 1,65 | 7.75 | 1040 | 0.65 | 12 9
3049N | P-SSOP36-5,6x15,8-0.65 | 89 | 56 | 0,35 | 1.65 | 7.25 | 1105 | 0.65 | 17 10
3050N | P-SSOP36-8,0x12,5-0.65 | 11,3 | 80 | 0,35 | 1,65 | 965 | 1105 | 0,65 | 14 12
3051N | P-SSOP40-6,1x14,0-0.65 | 94 | 61 | 035 | 1,65 | 7.75 | 12.35 | 0.65 | 15 10
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Level 3
Pattern Component Identifier z G X Y c D P | cv1 | cv2
identifier
3042L | P-SSOP8-4,4x3,0-0,65 700 | 440 | 03 | 1,30 | 570 | 1,95 | 0,65 | 3,5 | 7.2

3043L P-SSOP16-4,4x5.0-0,65 7,00 4,40 0,3 1,30 5,70 4,55 0,65 5,5 7,2

3044L P-SSOP20-4,4x6,5-0,65 7,00 4,40 0,3 1,30 5,70 5,85 0,65 7,0 7,2

3045L P-SSOP24-5,6x7,8-0,65 8,20 5,60 0,3 1,30 6,90 7,15 0,65 8,3 8,4

3046L P-SSOP24-5,6x9,7-0,8 8,20 5,60 0,4 1,30 6,90 8,80 0,80 10,2 8,4

3047L P-SSOP30-5,6x9,7-0,65 8,20 5,60 0,3 1,30 6,90 9,10 0,65 10,2 8,4

3048L P-SSOP34-6,1x11,0-0,65 8,70 6,10 0,3 1,30 7,40 | 10,40 | 0,65 11,6 8,9

3049L P-SSOP36-5,6x15,8-0,65 8,20 5,60 0,3 1,30 6,90 | 11,05 | 0,65 16,3 8,4

3050L P-SSOP36-8,0x12,5-0,65 10,60 | 8,00 0,3 1,30 9,30 | 11,05 | 0,65 13,0 10,8

3051L P-SSOP40-6,1x14,0-0,65 8,70 6,10 0,3 1,30 7,40 | 12,35 | 0,65 14,5 8,9

*  Wher the X dimension is used, it is necessary to confirm whether the space between ‘adjacent land pattgrns is
propdr.

Figure 16 — Land pattern dimensions
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La norme internationale CEl 61188-5-3 a été établie par le comité technique 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La présente version bilingue, publiée en 2009-09, correspond a la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 9/702/FDIS et 91/734/RVD.

Le rapport de vote 91/734/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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La CEI 61188-5-3 doit étre lue conjointement avec la CEI 61188-5-1.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61188, éditée sous le titre général Cartes
imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation, peut étre trouvée sur le
site Web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du
résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEl a l'adresse suivante:
"http://webstore.iec.ch", dans les données liées a la publication spécifique. A cette date, la
publication sera

* recaonduite;

* sugprimée;

* renpplacée par une édition révisée, ou
+ ampndée.



https://iecnorm.com/api/?name=8dc7f5a4244da296c68335a46d36d37e

- 34 - 61188-5-3 © CEI:2007

INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61188 couvre les plages d’accueil des composants a sorties en
aile de mouette sur deux cbdtés. Chaque article contient des informations conformément au
format suivant:

Les dimensions de la plage d’accueil proposées dans la présente norme sont données en
fonction des calculs fondamentaux de tolérance combinés aux zones de protubérance de
brasure et aux excédents de surfaces (voir CEl 61188-5-1, Prescriptions génériques). Le
périmetre inclut tout ce qui concerne les besoins de fabrication normaux.

Les difnensions des plages d accuell inaltérées de Ta présenie pariie s’applique en,pfincipe
aux applications de pate a braser en plus du processus de brasage par fusion| Pour
I'appligation du processus de brasage a la vague, les dimensions des plages d’accueil
doivent normalement étre modifiées. Il est préférable d'avoir une orientation paralléje a la
directipn de la vague et il convient que des dispositifs d'échantillonnage de bfasage
convenablement dimensionnés soient ajoutés.

La prépente norme propose un triple dimensionnement des plages-d*accueil (niveaux|1, 2 et
3) sur|la base d’une triple zone de protubérance de brasure, et“d’excédents de sprface:
maximple (max.); moyenne (mdn) et minimale (min.). A chagque plage d’accueil|a été
assigng un numéro d’identification pour indiquer les caractéristiques de la robustesse
spécifigue des plages d’accueil. Les utilisateurs ont également la possibilité d'organiger les
informations de facon a ce qu'elles s'adaptent le mieux-possible a leur utilisation spédifique.

Si un|utilisateur a de bonnes raisons d’utilisersun concept différent de celui|de la
CEI 61188-5-1 ou si l'utilisateur préfére des zonés-“de protubérance de brasure inhabiftuelles,
il convjent que la présente norme soit utilisée.pour contréler la taille du raccord de Qrasure
qui enrésulte.

Il est e la responsabilité de l'utilisateur de vérifier les plages d’accueil des comppsants
pour nmontage en surface (CMS) utilisés pour obtenir un processus de montage convenable
compoytant des essais et une fiabilité garantit pour les conditions de contrainte du produit
en fongtionnement.

Les dimensions des composants énumérées dans la présente norme correspondent p ceux
qui somt disponibles suf le marché et sont seulement considérées comme référence.
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
CONCEPTION ET UTILISATION -

Partie 5-3: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
Composants a sorties en aile de mouette sur deux cotés

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 61188 fournit des informations sur la géométrie des
d’accugil utilisées pour la fixation en surface des composants électronique a sortieésyen

mouet
fournir
en su
permef

Chaqu

e sur deux cOtés. Le but des informations indiquées dans la présente -nerme
les dimensions, formes et tolérances appropriées des plages d’accueil-pour m
face afin de garantir une surface suffisante pour le raccord de -brasure €
tre l'inspection, la mise en essai et les retouches des joints de brasufre.

b article contient une série de criteres particuliers de telle) fagon que l'infor

présentée soit cohérente et fournisse des informations sur le composant, ses dimensi

concef

2 Ré

Les d

non d
amend

CEl 61
Partie

3 In

3.1

Les agG

tion du joint de brasure ainsi que les dimensions de la plage d’accueil.

férences normatives

bcuments de référence suivants sont indispensables pour [|'application du {

tées, la derniére édition du document:de'référence s'applique (y compris les év
ments).

docum{nt. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les réfé

188-5-1:2002, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et
5-1: Considérations sur les ligisons pistes-soudures — Prescriptions génériques

formations générales

Description générale du composant

ronymes TSOP (petit boitier plat), SOP (boitier plat) et SSOP (boitier extra-pl3g

égalenment utilisés-pour décrire la famille.

3.2

Marquage

Les fa

plages
aile de
est de
pntage
t pour

mation
pns, la

résent
ences
ntuels

tilisation —

t) sont

Srences

fabricant de la piéce, le nom ou le symbole du fabricant, et un repére sur la broche 1.
Certains boitiers peuvent avoir une caractéristique de broche 1 dans le cas d’une forme a la
place du marquage de la broche 1. Des marquages supplémentaires peuvent inclure le code
date du lot de fabrication et/ou le lieu de fabrication.

3.3

Format du support d’emballage

Le format du support d’emballage peut étre sous la forme d’un support de plateau mais les
supports de bande et de bobine sont préférés pour leurs meilleures maniabilités et leurs
applications grand volume. L’emballage en vrac n’est pas acceptable car cela nécessite une
co-planéité des bornes pour le positionnement et le brasage.
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3.4 Examen du processus

Les boitiers TSOP, SOP et SSOP sont normalement traités par des opérations de brasage
par refusion.

Les dimensions de la plage d’accueil sont basées sur un modéle mathématique qui établit une
plate-forme de fixation du joint de brasure sur la carte imprimée. Les modeles existants
créent une plate-forme capable d’établir un joint de brasure fiable quelque soit I'alliage de
brasure utilisée pour fabriquer le joint (alliage sans plomb, étain-plomb, etc.).

Les exigences du processus de refusion de brasure sont différentes et basées sur l'alliage de
brasure_et il convient qu’elles sojent analysées pour que le processus soit au-dessu

de la

tempér
suffisa

4 TSOP (Type 1)

4.1 Champ d'application

Le présent article fournit les dimensions des composants et des plages d’accueil p
compopants a boitier TSOP (Type 1). La construction de base ‘est également couve
Paragraphe 4.4 énumeére les tolérances et les dimensions de reférence des joints de X
utiliségs pour parvenir aux dimensions de la plage d’accueil!

4.2 PDescription du composant

La Figlire 1 représente un exemple type de structure.

ature de liquidus de l'alliage, et demeurent au-dessus cette température dn
ht pour réaliser une fixation métallurgique fiable.

IEC 2009/07

Figure 1 — Structure d’un boitier TSOP (Type 1)

temps

pur les
rte. Le
rasure

4.3

imensions du composant

La Figure 2 donne les dimensions de composant pour les composants a boitier TSOP
(Type 1).

Les données sur les dimensions de la plage d’accueil peuvent nécessiter d’étre ajustées si
les données sur les dimensions du composant ne correspondent pas a celles mentionnées
dans les fiches techniques JEDEC et/ou JEITA.
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Dimensions en millimétres
Identification Nombre w T gq* R P
du comppsant de
broche | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max~\M De
base
TSOP gx14 16 13,8 | 14,2 | 0,17 | 0,27 | 0,40 | 0,75 | 12,3 | 12,94 | 5,80 | 6,20 | 12,2126 | 1,30 | 0,65
TSOP gx16 24 15,8 | 16,2 | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 0,75 | 14,3 | 14,94 | 5,80 | 6,20 | 142|146 | 1,40 | 0,5
TSOP 6x18 28 17,8 | 18,2 10,13 | 0,19 | 0,40 | 0,75 | 16,3 | 16,94 | 5,80 | 6,20() 16,2 | 16,6 | 1,40 | 0,4
TSOP 6x20 36 19,8 | 20,2 | 0,09 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | 18,3 | 18,94 | 5,80 (6,20 | 18,2| 18,6 | 1,40 | 0,3
TSOP gx14 24 13,8 | 14,2 | 0,17 | 0,27 | 0,40 | 0,75 | 12,3 | 12,94 | 7,80)| 8,20 | 12,2| 12,6 | 1,30 | 0,65
TSOP gx16 32 15,8 | 16,2 | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 0,75 | 14,3 | 14,94.| '7,80 | 8,20 | 14,2| 146 | 1,30 | 0,5
TSOP gx18 40 17,8 | 18,2 10,13 | 0,19 | 0,40 | 0,75 | 16,3 | 46,94 | 7,80 | 8,20 | 16,2| 16,6 | 1,40 | 0,4
TSOP gx20 52 19,8 | 20,2 | 0,09 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | 18;3'}18,94 | 7,80 | 8,20 | 18,2| 186 | 1,40 | 0,3
TSOP 10x14 28 13,8 | 14,2 | 0,17 | 0,27 | 0,40 | 0,75 {42,3 | 12,94 | 9,80 | 10,20 | 12,2 | 12,6 | 1,40 | 0,65
TSOP 10x16 40 15,8 | 16,2 | 0,17 | 0,23 | 0,40 | 0;75 | 14,3 | 14,94 | 9,80 | 10,20 | 14,2 | 146 | 1,40 | 0,5
TSOP 10x18 48 17,8 | 18,2 | 0,13 | 0,19 | 0,40"+0,75 | 16,3 | 16,94 | 9,80 | 10,20 | 16,2 | 16,6 | 1,40 | 0,4
TSOP 10x20 64 19,8 | 20,2 | 0,09 | 0,15./0,40 | 0,75 | 18,3 | 18,94 | 9,80 | 10,20 | 18,2 | 18,6 | 1,40 | 0,3
TSOP 12x14 36 13,8 | 14,2 | 0,17 | 027 | 0,40 | 0,75 | 12,3 | 12,94 | 11,80 | 12,20 | 12,2 | 12,6 | 1,30 | 0,65
TSOP 1£x16 48 15,8 | 16,2 | 0,17+ 0,23 | 0,40 | 0,75 | 14,3 | 14,94 | 11,80 | 12,20 | 14,2 | 146 | 1,30 | 0,5
TSOP 1£x18 60 17,8 | 18,27 0,13 | 0,19 | 0,40 | 0,75 | 16,3 | 16,94 | 11,80 | 12,20 | 16,2 | 16,6 | 1,40 | 0,4
TSOP 1£x20 76 19,8 |120,2 | 0,09 | 0,15 | 0,40 | 0,75 | 18,3 | 18,94 | 11,80 | 12,20 | 18,2 | 18,6 | 1,40 | 0,3
*  Valedr calculée.
Figure 2 — Dimensions du composant — Boitier TSOP (Type 1)
4.4 Conception des raccords de joint de brasure
La Figure/3donne les dimensions du raccord de brasure aprés le processus de brasage. Les
dimensiohs—minimales—medianes—et maximalesde chagque piedtalon et raccord lateral sont

déterminés en prenant en compte la fiabilité du joint de brasure et également la qualité et la
productivité dans le processus de montage des piéces.

Lors de la conception des plages d’accueil, trois facteurs de précision nécessitent d’étre pris

en compte:

— précision concernant les dimensions des piéces (C);

— précision concernant le montage des piéces sur les cartes a circuits imprimés (P);

— précision concernant la forme des pastilles des cartes a circuit imprimé (F),

en plus des dimensions du raccord. Les formules pour obtenir les tolérances issues de ces
facteurs sont essentiellement celles qui suivent:

a) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (Niveau 1)
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Dans le processus de brasage a la vague, il 'y a pas d’effet d’auto-alignement. De ce fait,
les formules ne peuvent pas étre simplifiées mais demeurent inchangées, comme suit:

b) Co

Dans |
de bra
du bra
consid
pastillg
petite
pourqu
peuver

De plu
soit p4

Zmax = Lmin + 2J; max + Ty Tr= \/FL12+P|_12+C|_2
Gmin = Smax (rms) — 2Jy max — Ty Ty = \/FL12+P|_12+C32
Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+PL12+CW2

nsidération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (Niveau 2)

Zmax = Lmin + 2J1 mdn + Ty Tr= JF? Pl +el
Gmin = Smax (rms) — 2Jy mdn - Ty Ty = \/FL22+PL22+C82
Xmax = Wmin + 2Jg mdn + Tg Ts= JFLo?+PLo+ Con?

hsidération de conception lorsque brasé avec effet d’auto-alignement (Niveau 3)

Zmax = Lmin + 2J; min + Ty Ty = \/FL32+PL32+CL2
Gmin = Smax (rms) — 2J; min — Ty Ty = \/FL32+P|_32+C32
Xmax = Wmin + 2Jg min + Tg Tg= \/FL32+P|_32+CW2

b processus de brasage par fusion, il y aun effet d’auto-alignement. Dans le pro
5age par fusion pour le montage en surface, le déplacement des pieéces monté
bage peut étre annulé par I'effet d'aute-alignement (c’est pourquoi le facteur P p4g
Bré comme égal a zéro). De plus;.la tolérance de la précision concernant la fory

bar rapport a la tolérance de*la’précision concernant les dimensions des piéceq
oi le facteur F peut étre-considéré comme égal a zéro). De ce fait, les fo
t étre simplifiées comme suit:

= C Zmax = Lminst2Jrmin + C| = Lmax + 2Jymin
= Cg Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg
= Cy, Xmax:= Wmin + 2Jgmin + C\, = Wmax + 2Jgmin

5, la valeur Gmin > B est également nécessaire si bien qu’il convient que la pas

quasi

rpulle. Il convient que la conception de la plage d’accueil soit réalisée de fagon 2

s cachée sous le boitier TSOP. La distance d’isolement du moule du compos

Cessus
s lors
ut étre
he des

s des cartes a circuits imprimé_est d’environ £30 um, et cette valeur est extrémement

(c’est
rmules

tille ne
Ant est

éviter

que la

connexion flotte a cause de la brasure sous le composant.

Tout autre tolérance que celle ci-dessus peut étre utilisée en fonction de la résistance de

brasag

e nécessaire, de la capacité du processus de production utilisé, et ainsi de suite.
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Dimensions gn millimétres
Tolérance Joint de brasure
hypothétique Pied Talon Coté
Compogant F P Jr Js

LAl 1 S 6 | Max. | Mdn | Min. | Cs | Max. | Mdn|-Min. | Cy | Max. [ Mdh | Min.
0,65 0,10 0,10 04| 055 | 0,35 | 0,15 | 0,64 | 0,50 0;35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 0 0,0
0,50 0,10 0,10 04| 055 | 0,35 | 0,15 | 0,64 | 0,20~ | 0,20 | 0,20 | 0,06 0,0 0 0,0
0,40 0,10 0,10 (04| 055 | 0,35 | 0,15 | 0,64 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 0,( 0,0
0,30 0,10 0,10 (04| 055 | 035 | 0,15 | 0,64 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 0,( 0,0

Figure 3 — Conception des‘raccords de joint de brasure
(voir Tableaux 2;et 3 de la CEl 61188-5-1)

4.5 Djmensions des plages d’accueil

La Figlre 4 donne les dimensions des plages d’accueil des boitiers TSOP (Type 1) pour le
brasage a la vague et par fusion. Ces valeurs sont calculées a partir des formules congernant

le raccprd de joint de brasure-donné en 4.4

Le pérjmétre est calculé selon la formule suivante et arrondi par excés (le facteur d’arrondi
est au|plus proche.de' 0,05 mm pour les valeurs minimales et au plus proche de 0,5 mm pour
les valgurs maxifmales).

CY} =

=1

(Amin +F2+P21cp2 ) + (excédent de surface x 2)

CY, = {en choisissant la plus grande [Lmin + JF2+P2+c.? | ou [Z]} + (excédent de

surface x 2)
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~ = IEC 2012/07
Dimensions en nillimétres
Niveau 1
ontpation | gemeston | 2z | e | x [ v | e | @] p | ov | ov
300pM TSOP 6x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 8,0 17,0
300f1M TSOP 6x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 8,0 19,0
300pM TSOP 6x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 8,0 21,0
300¢M TSOP 8x14 15,4 12,4 0,35 15 13,9 3,9 0,65 10,0 17,0
300pM TSOP 8x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 10,0 19,0
300pM TSOP 8x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 10,0 21,0
300BM TSOP 10x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 12,0 17,0
300pM TSOP 10x16 17,4 1444 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 12,0 19,0
301pM TSOP 10x18 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 12,0 21,0
301pM TSOP 12x14 15,4 12,4 0,35 1,5 13,9 3,9 0,65 14,0 17,0
301BM TSOP 12x16 17,4 14,4 0,33 1,5 15,9 3,5 0,50 14,0 19,0
301¢M TSOP 12x48 19,4 16,4 0,29 1,5 17,9 3,2 0,40 14,0 21,0
Niveau 2

entngation | geeeeaton 2 | o | x | v | e [ o | p |ovd | ov
300pN TSOP 6x14 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 7,0 15,5
300[IN TSOP 6x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 7,0 17,5
3002N TSOP 6x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 7,0 19,5
3004N TSOP 8x14 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 9,0 15,5
3005N TSOP 8x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 9,0 17,5
3006N TSOP 8x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 9,0 19,5
3008N TSOP 10x14 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 11,0 15,5
3009N TSOP 10x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 11,0 17,5
3010N TSOP 10x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 11,0 19,5
3012N TSOP 12x14 15,0 12,4 0,35 1,3 13,7 3,9 0,65 13,0 15,5
3013N TSOP 12x16 17,0 14,4 0,33 1,3 15,7 3,5 0,50 13,0 17,5
3014N TSOP 12x18 19,0 16,4 0,29 1,3 17,7 3,2 0,40 13,0 19,5
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Niveau 3

“dumodsle. | ducompesant| Z | © | X | Y | e | b | P |ov| cv
3000L TSOP 6x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | 13,45 | 3,90 0,65 6,5 14,7
3001L TSOP 6x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 1545 | 3,50 0,50 6,5 16,7
3002L TSOP 6x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05 | 17,45 | 3,20 0,40 6,5 18,7
3003L TSOP 6x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,45 | 2,70 0,30 6,5 20,7
3004L TSOP 8x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | 13,45 | 3,90 0,65 8,5 14,7
300BC TSOP 8x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 15,45 | 3,50 0,50 8,5 16,7
300pL TSOP 8x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05 | 17,45 | 3,20 0,40 8,5 18,7
300[7L TSOP 8x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,45 | 2,70 0,30 8,5 20,7
3008L TSOP 10x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | 13,45 | 3,90 0,65 10,5 14,7
300pL TSOP 10x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05 | 15,45 | 3,50 0,50 10,5 16,7
301pL TSOP 10x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1,05 | 17,45 | 320 0,40 10,5 18,7
301[1L TSOP 10x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,4517 2,70 0,30 10,5 20,7
301pL TSOP 12x14 14,50 | 12,40 | 0,30 1,05 | #345 | 3,90 0,65 12,5 14,7
301BL TSOP 12x16 16,50 | 14,40 | 0,25 1,05~ 15,45 | 3,50 0,50 12,5 16,7
3014L TSOP 12x18 18,50 | 16,40 | 0,20 1505 | 17,45 | 3,20 0,40 12,5 18,7
301BL TSOP 12x20 20,50 | 18,40 | 0,15 1,05 | 19,45 | 2,70 0,30 12,5 20,7

* Lorsflue la dimension X est utilisée, il est nécessaire de confirmer si I’espace entre les plageg d'accueil
adjatentes est convenable.

Figure 4 — Dimensions des._plages d’accueil — Boitier TSOP (Type 1)

5 TSOP (Type 2)

5.1 Champ d'application

Cet prgsent article fournit les dimensions des composants et des plages d’accueil ppur les

boitiers TSOP (Type 2). La construction de base des dispositifs a boitier TSOP est également

couverte. Le paragraphe 5.4 énumere les tolérances et les dimensions de référence des joints

de bragure utiliSees pour parvenir aux dimensions de la plage d’accueil.

5.2 Description du composant

La Figure 5 représente un exemple type de structure.

IEC 2013/07

Figure 5 — Structure d’un boitier TSOP (Type 2)
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5.3 Dimensions du composant

La Figure 6 donne les dimensions de composant pour les composants a boitier TSOP (Type
2).

Les données sur les dimensions de la plage d’accueil peuvent nécessiter d’étre ajustées si
les données sur les dimensions du composant ne correspondent pas a celles mentionnées
dans les fiches techniques JEDEC et/ou JEITA.

-¢ A -
e
=
AARAAAARAA—
|
+ ml »| -
JHHHHHHHH B
I I |
IEC \2014/07
Dimensions en millimétres
Identificatio]: Nombre L w T S* A B H P
du composapt brgghe Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min.» Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | De
base
TSOP 300mil 26 9,02 | 942 | 0,35|0,45|045| 0,75 7,52 | 810 | 16,94 | 17,34 | 742 | 7,82 | 120 | 1,27
TSOP 300mil 44 9,02 | 942 |0,25|0,35|045| 05| 7,52 | 810 | 18,21 | 18,61 | 7,42 | 7,82 | 1,20 | 0,80
TSOP 300mil 42 9,02 | 9,42 | 0,17 | 0,27 | 045 0,75 | 7,52 | 8,10 | 14,40 | 1480 | 7,42 | 7,82 | 1,20 | 0,65
TSOP 350mil 26 10,29 | 10,69 | 0,35 | 0,45 |0,45| 0,75 | 8,79 | 9,37 | 16,94 | 17,34 | 8,69 | 9,09 | 1,20 | 1,27
TSOP 400mil 28 11,56 | 11,96 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36 | 1,20 | 1,27
TSOP 400mil 44 11,56 | 11,96 | 0,25:/0,35 | 0,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36 | 1,20 | 0,80
TSOP 400mil 54 11,56 | 11,96 | 047 | 0,27 | 0,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36 | 1,20 | 0,65
TSOP 400mil 70 11,56 | 14,96-| 0,17 | 0,23 | 0,45 | 0,75 | 10,06 | 10,64 | 18,21 | 18,61 | 9,96 | 10,36 | 1,20 | 0,50
TSOP 500mil 48 14,10~/\4,50 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,75 | 12,6 | 13,18 | 19,48 | 19,88 | 12,50 | 12,90 | 1,20 | 0,80
TSOP 0130 66 1380 | 13,70 | 0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,75 | 11,8 | 12,38 | 21,80 | 22,20 | 11,30 | 11,70 | 1,20 | 0,65
TSOP 0130 86 13,30 | 13,70 | 0,17 | 0,23 | 0,45 | 0,75 | 11,8 | 12,38 | 21,80 | 22,20 | 11,30 | 11,70 | 1,20 | 0,50
TSOP 0145 8 16,30 | 16,70 | 0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,75 | 14,8 | 15,8 | 25,55 | 25,95 | 14,30 | 14,70 | 1,20 | 0,65
TSOP 0160 40 17,80 | 18,20 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,75 | 16,3 | 16,88 | 25,55 | 25,95 | 15,80 | 16,20 | 1,20 | 1,25
TSOP 0160 62 17.80 [ 18.20 [ 0251035045075 | 16,3 | 16.88 | 2555 | 25,95 | 15.80 | 16.20 20 | 0,80
TSOP 0160 88 17,80 | 18,20 | 0,17 | 0,27 | 0,45 | 0,75 | 16,3 | 16,88 | 29,30 | 29,70 | 15,80 | 16,20 | 1,20 | 0,65

*

Valeur calculée.

Figure 6 — Dimensions du composant — Boitier TSOP (Type 2)

5.4 Conception des raccords de joint de brasure

La Figure 7 donne les dimensions du raccord de brasure aprés le processus de brasage. Les
dimensions minimales, médianes et maximales de chaque pied, talon et raccord latéral sont
déterminés en prenant en compte la fiabilité du joint de brasure et également la qualité et la
productivité dans le processus de montage des piéces.

Lors de la conception des plages d’accueil, trois facteurs de précision nécessitent d’étre pris
en compte:
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— précision concernant les dimensions des piéces (C);

— précision concernant le montage des piéces sur les cartes a circuits imprimés (P);

— précision concernant la forme des pastilles des cartes a circuit imprimé (F);
en plus des dimensions du raccord. Les formules pour obtenir les tolérances issues de ces
facteurs sont essentiellement celles qui suivent:
a) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (Niveau 1)

Dans le processus de brasage a la vague, il 'y a pas d’effet d’auto-alignement. De ce fait,
les formules ne peuvent pas étre simplifiées mais demeurent inchangées comme suit:

[ o 2 2
Zmax = Lmin ¥ ZJy max + Tt 1= yFLt FPL TCL
Gmin = Smax (rms) — 2J,y max - Ty Ty = \/FL12+P|_12+CSZ
Xmax = Wmin + 2Jg max + Tg Tg= \/FL12+PL12+CW2

b) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (Niveau 2)

Zmax = Lmin + 2Jy mdn + T Tr= \/FL22+P|_22+C|_2
Gmin = Smax (rms) — 2Jy mdn - Ty Ty = \/FL22+PL22+CSZ
Xmax = Wmin + 2Jg mdn + Tg Tg= \/FL22+PL22+CW2

c) Copsidération de conception lorsque brasé aveceffet d’auto-alignement (Niveau 3)

Zmax = Lmin + 2J min + Ty T = \/FL32+PL32+CL2
Gmin = Smax (rms) — 2J; min — Tg Ty = \/FL32+PL32+C32
Xmax = Wmin + 2Jg min + T Tg= \/FL32+PL32+CW2

Dans | processus de brasage-par fusion, il y a un effet d’auto-alignement. Dans le progessus
de brapage par fusion pour le montage en surface, le déplacement des pieéces montégs lors
du bragage peut étre annulé par I'effet d'auto-alignement (c’est pourquoi le facteur P pqut étre
considgré comme égal a zéro). De plus, la tolérance de la précision concernant la formhe des
pastillgs des cartes\a‘circuits imprimé est d’environ £30 um, et cette valeur est extrémpement
petite par rappoft-a la tolérance de la précision concernant les dimensions des piéceg (c’est
pourqyoi le facteur F peut étre considéré comme égal a zéro). De ce fait, les formules
peuvent étre simplifiées comme suit:

TT—r‘L Zmax=1lmin+ ’)Ilmin +f‘L— | m:lv-l-’)llmin
Ty = Cg, Gmin = Smax (rms) — 2Jymin — Cg
Tg = Cy, Xmax = Wmin + 2Jgmin + Gy = Wmax + 2Jgmin

De plus, la valeur Gmin > B est également nécessaire si bien qu’il convient que la pastille ne
soit pas cachée sous le boitier TSOP. La distance d’isolement du moule du composant est
quasi nulle. Il convient que la conception de la plage d’accueil soit réalisée de fagon a éviter
que la connexion flotte a cause de la brasure sous le composant.

Tout autre tolérance que celle ci-dessus peut étre utilisée en fonction de la résistance de
brasage nécessaire, de la capacité du processus de production utilisé, et ainsi de suite.
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LY _ds ow
A - = =
Zmax. Xmax
IEC 2011/07
Dimensions en millimetres
Tolérance Joint de brasure
hypothétique Pied Talon Coté
Composant
P F P Ju Js
L-1/L- | L-1/L- . . .
2/L-3 2/L-3 C. Max. | Mdn | Min. Cs Max. | Mdn™ | Min. | Cy | Max. | Mdn | Min.
1,27 0,10 0,10 0,4 | 0,550,335 | 0,15 | 0,58 | 0,50 { 0y35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 ,0 | 0,0
1,25 0,10 0,10 0,4 |0,55]0,35| 015 | 0,58 | 0,560 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 ,0 | 0,0
0,80 0,10 0,10 0,4 | 0,55 0,35 | 0,15 | 0,58 _[{0)50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 ,0 | 0,0
0,65 0,10 0,10 0,4 |055]0,35 | 015 | 0,58 0,50 | 0,35 | 0,20 | 0,10 | 0,05 ,0 | 0,0
0,50 0,10 0,10 0,4 | 055 0,35 | 0,15 [%0;58 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,0 ,0 | 0,0
Figure 7 — Conception des raccords de joint de brasure
(voir Tableaux 2 et 3 de la CEl 61188-5-1)
5.5 Pimensions des plages d’accueil
La Figure 8 donne les dimensions-des plages d’accueil des bofitiers TSOP (Type 2) pour le
brasage a la vague et par fusion:'Ces valeurs sont calculées a partir des formules congernant
la congeption des raccords de joint de brasure donné en 5.4.
Le périmetre est caleulé/selon la formule suivante et arrondi a la valeur la plus proghe (le
facteunl d’arrondi est.au plus proche de 0,05 mm pour les valeurs minimales et au plus proche
de 0,5|mm pour Jesivaleurs maximales).
CYk = ~(Amin +,F2+P2+Cp? ) + (excédent de surface x 2)
CYL =" {en choisissant la plus grande [Lmin + JF2+P?+C,2 ] ou [Z]} + (excédent de

surface x 2)
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IEC 2015/07
Dimensiaons,en millimétres
Niveau 1
Identifi ca‘tion Identification z G X Y c D P cY1 cY2
du mqdele du composant
301pM TSOP 300mil 11,1 7,6 0,53 1,75 9,35 15,24 1,27 19 13
301fM TSOP 300mil 11,1 7,6 0,43 1,75 9,35 16,80 0,80 20 13
301BM TSOP 300mil 11,1 7,6 0,35 1,75 9,35 13,00 0,65 16 13
301pM TSOP 350mil 12,4 8,9 0,53 1,75 10165 15,24 1,27 19 14
302pM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,53 1,7 11,9 16,51 1,27 20 15
302fIM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,43 N 11,9 16,80 0,80 20 15
302pM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,35 1,7 11,9 16,90 0,65 20 15
302BM TSOP 400mil 13,6 10,2 0,33 1,7 11,9 16,90 0,50 20 15
3024M TSOP 500mil 16,2 12,7 0,43 1,75 14,45 18,40 0,80 21 18
302pM TSOP 0130 15,4 11,5 0,35 1,95 13,45 | 20,80 0,65 24 17
3026M TSOP 0130 15,4 11,9 0,33 1,95 13,45 | 20,80 0,50 24 17
302fM TSOP 0145 18,4 14,5 0,35 1,95 16,45 | 24,70 0,65 27 20
302BM TSOP 0160 19,9 16,0 0,53 1,95 17,95 | 23,75 1,25 27 21
302pM TSOP 0160 19,9 16,0 0,43 1,95 17,95 | 24,00 0,80 27 21
303pM TSOP 0160 19,9 16,0 0,35 1,95 17,95 | 27,95 0,65 31 21
Niveau 2
Identification Identjfitation
A du V4 G X Y C D P CY1 CY2
du mqdéle
composant
301pN TSOP 300mil 10,5 7,6 0,53 1,45 9,1 15,24 1,27 18 11
301FN TSOP 300mil 10,5 7,6 0,43 1,45 9,1 16,80 0,80 20 11
301BN TSOP 300mil 10,5 7,6 0,35 1,45 9,1 13,00 0,65 16 11
3019N TSOP 350mil 11,8 8,9 0,53 1,45 10,35 15,24 1,27 18 13
3020N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,53 1,45 11,65 16,51 1,27 20 14
3021N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,43 1,45 11,65 16,80 0,80 20 14
3022N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,35 1,45 11,65 16,90 0,65 20 14
3023N TSOP 400mil 13,05 10,2 0,33 1,45 11,65 16,90 0,50 20 14
3024N TSOP 500mil 15,6 12,7 0,43 1,45 14,15 18,40 0,80 21 17
3025N TSOP 0130 14,8 11,5 0,35 1,65 13,15 | 20,80 0,65 23 16
3026N TSOP 0130 14,8 11,5 0,33 1,65 13,15 | 20,80 0,50 23 16
3027N TSOP 0145 17,8 14,5 0,35 1,65 16,15 | 24,70 0,65 27 19
3028N TSOP 0160 19,3 16,0 0,53 1,65 17,65 | 23,75 1,25 27 20
3029N TSOP 0160 19,3 16,0 0,43 1,65 17,65 | 24,00 0,80 27 20
3030N TSOP 0160 19,3 16,0 0,35 1,65 17,65 | 27,95 0,65 31 20
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Niveau 3
Identification Identification
du modele du z G X* Y (o D P cvY1 cY2
composant

3016L TSOP 300mil 9,85 7,65 0,45 1,10 8,75 | 15,24 | 1,27 17,6 10,1
3017L TSOP 300mil 9,85 7,65 0,35 1,10 8,75 | 16,80 | 0,80 18,9 10,1
3018L TSOP 300mil 9,85 7,65 0,30 1,10 8,75 | 13,00 | 0,65 15,1 10,1
3019L TSOP 350mil 11,10 | 8,90 0,45 1,10 | 10,00 | 15,24 | 1,27 17,6 11,3
3020L TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,45 1,10 | 11,30 | 16,51 1,27 18,9 12,6
3021L TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,35 1,10 | 11,30 | 16,80 | 0,80 18,9 12,6
302pL TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,30 1,10 | 11,30 | 16,90 | 0,65 1849 12,6
302BL TSOP 400mil 12,40 | 10,20 | 0,25 1,10 | 11,30 | 17,00 | 0,50 1859 12,6
3024L TSOP 500mil 14,90 | 12,70 | 0,35 1,10 | 13,80 | 18,40 | 0,80 20,1 15,1
3025L TSOP 0130 14,10 | 11,50 | 0,30 1,30 | 12,80 | 20,80 | 0'65 22,5 14,3
3026L TSOP 0130 14,10 | 11,50 | 0,25 1,30 | 12,80 | 21,00¢}-L0,50 22,5 14,3
3027L TSOP 0145 17,10 | 14,50 | 0,30 1,30 | 15,80 | 2470 0,65 26,2 17,3
3028L TSOP 0160 18,60 | 16,00 | 0,45 1,30 | 17,30 }-23;75 | 1,25 26,2 18,8
3020L TSOP 0160 18,60 | 16,00 | 0,35 1,30 | 17,30/} 24,00 | 0,80 26,2 18,8
303pL TSOP 0160 18,60 | 16,00 | 0,30 1,30 | 17480 | 27,95 | 0,65 30,0 18,8

* Lorsflue la dimension X est utilisée, il est nécessaire de confirmer si I'’espace entre les plages {'accueil
adjagentes est convenable.

Figure 8 — Dimensions des plages d’accueil — Boitier TSOP (Type 2)

6 SOP

6.1 Champ d'application

Cet article fournit les dimensions des) composants et des plages d’accueil pour les hoitiers

SOP. La construction de base dés dispositifs a boitier SOP est également couvefte. Le

Paragraphe 6.4 énumeére les tolérances et les dimensions de référence des joints de Qrasure

utiliségs pour parvenir aux dimensions des plages d’accueil.

6.2 PDescription du ¢composant

La Figlire 9 représente un exemple type de structure.

g\

6.3

IEC 2016/07

Figure 9 — Structure d’un boitier SOPIC

Dimensions du composant

La Figure 10 donne les dimensions de composant pour les composants a boitier SOP.

Les données sur les dimensions de la plage d’accueil peuvent nécessiter d’étre ajustées si
les données sur les dimensions du composant ne correspondent pas a celles mentionnées
dans les fiches techniques JEDEC et/ou JEITA.
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Dimensions en millimetres

Identification du | Nombre L w T S* A B H P
composant de
broche | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | De
base
P-SOP8-4,4x5-1,27 8 6,02 | 6,42 | 0,35| 0,47 | 045|075 | 452 | 510 | 4,88 | 528 | 4,02 | 4,42 | 1,20 | 1,27

P-SOP14 -4,4x10-

197 14 6,02 | 642 (035|047 |045|0,75| 452 | 510 | 996 | 10,36 | 4,02 | 4,42 | 1,20 | 1,27

P-SOP14-5,3x10,3-

197 14 8,22 | 862 1035|047 073103 6,16 | 7,16 | 996 | 10,36 | 502 | 542 | 1,20 | 1,27

P-SOP16 -4,4x10-

197 16 6,02 | 6,42 | 0,35| 0,47 | 045|075 | 452 | 552 | 9,96 | 10,36 | 4,02 | 442 ||1,20 | 1,27

P-SOP16-5,3x1),3-

197 16 8,22 | 862 | 035|047 |0,73|103 | 6,16 | 7,16 | 9,96 | 10,36 | 5,02~ 542 (1,20 | 1,27

P-SOP20-12,6xp,5-

197 20 15,84 | 16,24 | 0,35 | 0,47 | 0,73 | 1,03 | 13,78 | 14,78 | 12,50 | 12,90y["12,64 | 13,04 (1,20 | 1,27

P-SOP24-8x15,4 -

197 24 10,13 | 10,53 | 0,35 | 0,47 | 0,73 | 1,03 | 8,07 | 9,07 | 15,04"+15,44 | 6,93 | 7,33 [|1,20 | 1,27

P-SOP28-8.6x18- | 28 | 12,03 1243|035 047 | 0,73 | 1,03 | 9,97 | 1097 [M7.58 | 17,98 | 8,83 | 923 |[1,20 | 1,27

1,27

P-SOP32- 32 13,94 | 14,34 | 0,35 | 0,47 | 0,73 | 1,03 | 11,88 [\12,88 | 20,12 | 20,52 | 10,74 | 11,14 ||1,20 | 1,27
10,7x20,6-1,27 ’ ’ ’ d ’ , , ) ; ) ) , , ,
P-SOP40- 40 13,94 | 14,34 | 0,35 | 0,47 | 0,73 | 1,03 |\I4,88 | 12,88 | 26,47 | 26,87 | 10,74 | 11,14 |[1,20 | 1,27
10,7x26-1,27

P-SOP44-13x24,2-

197 44 15,84 | 16,24 | 0,35 | 0,47 | 0,735 \,03 | 13,78 | 14,78 | 27,74 | 28,14 | 12,64 | 13,04 |[1,20 | 1,27

*

Valeur calqulée.

Figure 10 —.Dimensions du composant SOP

6.4 [LConception des raccords - de joint de brasure

La Figlire 11 donne les dimensions du raccord de brasure aprés le processus de brasage. Les
dimengions minimales, médianes et maximales de chaque pied, talon et raccord latérpl sont
déterminés en prenant gn compte la fiabilité du joint de brasure et également la quali{é et la
produgtivité dans le‘processus de montage des piéces.

Lors de la conception des plages d’accueil, trois facteurs de précision nécessitent d’é{re pris
en compte;

— |precision concernant les dimensions des piéces (C):

— précision concernant le montage des piéces sur les cartes a circuits imprimés (P);
— précision concernant la forme des pastilles des cartes a circuit imprimé (F),

en plus des dimensions du raccord. Les formules pour obtenir les tolérances issues de ces
facteurs sont essentiellement celles qui suivent:

a) Considération de conception lorsque brasé sans effet d’auto-alignement (Niveau 1)

Dans le processus de brasage a la vague, il n'y a pas d’effet d’auto-alignement. De ce fait,
les formules ne peuvent pas étre simplifiées mais demeurent inchangées, comme suit:



https://iecnorm.com/api/?name=8dc7f5a4244da296c68335a46d36d37e
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